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第1章 简介

 



SMT工艺技术讲座背景

电子制造、通信设

备等

行业应用

传授SMT工艺技术

知识

目的

提高生产效率、降

低成本

重要性

智能化、自动化

发展趋势



替代传统工艺、提高生产效率

定义与作用01

03

高密度、高可靠性

特点

02

从手工操作到自动化

发展历程



回流焊工艺回流焊工艺

预热区、焊接区、冷却区预热区、焊接区、冷却区

温度控制温度控制

焊接质量焊接质量

检测工艺检测工艺

AOIAOI检测检测

XX光检测光检测

功能测试功能测试

维修工艺维修工艺

故障分析故障分析

焊接修复焊接修复

元器件更换元器件更换

SMT工艺流程

贴片工艺贴片工艺

SMTSMT元器件贴装元器件贴装

自动贴装机自动贴装机

焊接焊接



SMT设备和材料

SMT生产线上常用设备包括自动贴装机、回流焊炉、AOI检

测设备等，而材料主要包括贴片元器件、PCB板、焊膏等。

选择适合的设备和材料对于确保产品质量至关重要。



SMT设备和材料选择影响

速度、精度、稳定

性

设备性能

符合标准、稳定性

材料质量

投资回报、成本控

制

成本考量
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第2章 SMT工艺设计

 



工艺设计原则工艺设计原则

SMTSMT工艺设计的基本原则包括考虑元器件的封装类型、工艺设计的基本原则包括考虑元器件的封装类型、PCBPCB

板的材料及层数、焊接工艺的稳定性等因素。工艺设计需要板的材料及层数、焊接工艺的稳定性等因素。工艺设计需要
综合考虑这些因素，以确保焊接质量达到要求。综合考虑这些因素，以确保焊接质量达到要求。

 



工艺设计原则详解

影响焊接方式和温

度

元器件封装类
型

影响焊接温度和时

间

PCB板材料

确保焊点质量

焊接工艺稳定
性

 

 



工艺设计因素综述

选择合适的设备

焊接机器设备

影响焊接质量

环境温湿度

关系到操作技能

人员技术水平

 

 



调整参数以提升焊接质量

焊接参数优化01

03

 

 

02

定期检查设备状态

设备维护保养



速度速度

影响焊接时间影响焊接时间

影响焊点形成影响焊点形成

压力压力

确保贴片牢固确保贴片牢固

避免元器件移位避免元器件移位

气氛气氛

影响焊点氧化影响焊点氧化

影响焊接质量影响焊接质量

工艺参数设置分析

温度温度

影响焊料熔化影响焊料熔化

影响焊点稳定性影响焊点稳定性



设计规范的重要性

设计规范在工艺设计中扮演着关键角色，它规范了工艺设计

的流程、标准和要求，确保产品质量和稳定性。遵循设计规

范能够提高生产效率，降低瑕疵率，并为持续改进提供基础。
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第3章 SMT工艺质量控制

 



质量控制方法

SMT工艺的质量控制方法和手段包括使用高质量的原材料、

精确的工艺参数控制、严格的检测流程等。建立有效的质量

管理体系可以帮助企业提升产品质量，降低生产成本。



包括焊接断裂、焊点未封闭等

焊接质量不良01

03

焊接温度过高或过低

焊接温度异常

02

元件安装错误或漏装

元件误装



设备维护设备维护

定期检查设备状态，保持设备定期检查设备状态，保持设备

正常运行正常运行

流程优化流程优化

持续改进生产流程，提高生产持续改进生产流程，提高生产

效率效率

质量检测质量检测

全面检测产品质量，确保合格全面检测产品质量，确保合格

率率

质量保证措施

人员培训人员培训

对操作人员进行专业培训，提对操作人员进行专业培训，提

高操作技能高操作技能
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